
证券代码：688233                               证券简称：神工股份 

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2026-002 

投资者关系

活动类别 

□特定对象调研        √分析师会议  

□媒体采访            □业绩说明会  

□新闻发布会          □路演活动  

□现场参观            √一对一沟通  

√其他  （电话会议） 

参与单位

及人员 

长江证券、贝莱德、Willing Capital、万向创投、利幄私募、明河投资、理成

资产、益和源资产、睿郡资产、途灵资产、黑翼资产、上银基金、东兴基金、东

北证券、东方阿尔法基金、中信保诚基金、中信股衍、中信资管、人保资产、中

国人保健康、中金公司、中泰证券、中邮证券、中金资管、中金基金、九泰基

金、信达澳亚基金、信达资本、光大保德信基金、光大永明资产、光大证券、全

天候私募、兴银理财、创金合信基金、前海开源基金、宏道投资、瞰渡资产、禹

田资本、华夏财富创新、华安基金、华富基金、华能贵诚信托、华龙证券、合众

资产、嘉实基金、固禾资产、国信证券、国元证券、国泰基金、国泰海通、国联

基金、国联安基金、天弘基金、天风证券、安和资本、安捷证券、宏利基金、宝

盈基金、富国基金、富安达基金、工银理财、平安基金、由榕投资、建信人寿、

招商基金、招银理财、摩根士丹利基金、新华基金、旭松投资、易方达基金、景

顺长城基金、格林基金、江苏瑞华投资、浙商证券、深圳固禾私募、前海红筹资

本、红筹投资、玄卜投资、申万宏源、申万菱信基金、红土创新基金、统一投

信、英大保险资管、蓝海启程、财通证券资管、银河证券、长信基金、长城证

券、长城财富资管、阳光资产、青榕资产、青骊投资、鹏华基金  

时间 2026年 3月 24日 

地点 公司上海办公室 及 线上会议  

接待人员 董事会秘书兼财务总监常亮先生 

投资者关

系活动主

要内容介

绍 

一、 关于2025年年度业绩的说明 

首先简要回顾财务数据：营业收入，4.38亿元，同比增长45%。归母净利1.02

亿元，同比增长148%；归母扣非净利1亿元，同比增长162%。 

利润的增长幅度大幅超过收入增长，反映了公司较强的业绩弹性。主要原因

有三：首先，公司是具备“从硅材料到硅零部件”一体化完整生产能力的国产厂

商，确保了公司硅零部件业务的增长和毛利，两个业务互相促进，公司硅零部件



业务已经成为第二曲线，收入体量超越了大直径硅材料；第二，公司硅材料业务

的开工率提升，不管是公司硅零部件业务的新增消耗，还是直接对外出售硅材料

的增加，都提高规模效益，降低边际成本；第三，公司经营稳健、高效，销售费

用、管理费用、财务费用相对较低。 

 

二、硅零部件业务的增长预期 

目前公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存

储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特

的国产化作用。公司正在根据下游需求持续扩产，力争沿着过去数年的发展曲

线，确保产能增长和生产良率的最佳平衡。 

 

三、中国存储芯片产能增长对公司的影响 

管理层认为，纵观过去五十余年的全球半导体产业历史，存储芯片作为大宗

品，其产能的重心转移，向来是全球芯片制造产能转移的先声——从美国到日本

的转移，以日本东芝公司的崛起为标志；从日本到韩国及中国台湾的转移，以韩

国三星公司的崛起为标志。正在发生的第三次转移，很可能以中国存储芯片制造

厂商的崛起为标志。 

2025年第三季度以来，国际领先的存储厂商相继宣布退出消费级存储芯片业

务，让出了广阔的全球消费级存储芯片的市场空间，为中国本土存储芯片制造厂

商提供了难得的机遇。后者有望发挥中国在消费电子终端、智能网联汽车、具身

智能机器人等领域的庞大潜力，赢得未来全球市场。此外，中国本土人工智能产

业对高端存储芯片产能的渴求，也是中国本土存储芯片的长期发展动力。 

综上，有志于成为世界级公司的中国厂商，必须抓住这次产业转移所带来的

机会。 

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等

离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。

根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元

人民币。公司将稳扎稳打，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国

产化率提升的机遇。进一步强化公司第二增长曲线即硅零部件业务，作为“材料+



零部件”公司植根中国本土市场，发挥“自产材料+零部件”的综合实力，带动公

司自产大直径硅材料的用量，发挥公司业绩“成长性”之潜力。 

 

四、公司对潜在地缘政治事件的影响评估 

公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国

集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中

国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。 

当前，中国本土半导体材料和零部件产业仍处于起步阶段，地缘政治事件对

供应链的潜在影响既是挑战更是机遇。公司将密切关注事态发展，提前筹划供应

链寻源和国产化工作，加强库存管理，争取在未来的国产化浪潮中取得佳绩。 

 

五、公司对2026年半导体市场的展望 

2024年以来，全球半导体市场有所回暖，但结构性特征却极为显著，且其背

后驱动力与以往周期大相径庭：终端需求的来源，并非消费者对智能手机、个人

电脑等电子产品的日常消费，而是科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入

的资本开支，在产业历史上尚属首次。 

因此，半导体各细分市场的景气度高度分化：与消费电子相关的成熟市场仍

处于萧条期，而与人工智能相关的新兴高端市场却供不应求，景气度高涨。 

公司管理层综合市场研究数据认为：2026年海外科技巨头在人工智能领域的

资本开支将超过单季度1,000亿美元，将为本次周期结构性回暖提供强劲动能，建

设庞大的芯片制造产能。因此，本次周期回暖的市场规模峰值有望超过上一周期

（2021-2022年）。 

另一方面，芯片制造产能及其配套的基础设施建设，乃是极为复杂的系统工

程，难以一蹴而就，因此海外下游市场需求的释放节奏可望长于上一周期。 

中国国内市场方面，由于海外厂商退出消费级存储芯片市场的短期刺激，叠

加本土人工智能领域长期需求，中国本土存储芯片制造产能有望继续增长；此

外，随着海外先进逻辑芯片代工厂削减成熟制程产能，国内逻辑芯片代工厂将获

得新的发展动能，以填补其供应缺口，将刺激中国本土逻辑芯片制造产能增长。 

值得注意的是，当前中国本土芯片设计和制造所需要的工业软件、材料、零



部件及关键设备的国产化进程已经进入“深水区”，仍然任重而道远。此外，今

年以来，地缘政治军事冲突频发，干扰能源矿产和基础工业品的生产、运输，可

能造成上游材料及产成品的涨价乃至供应紧缺，也可能造成下游客户生产延迟乃

至停止，为全行业带来宏观环境风险。 

公司业务同时受益于海外和中国市场需求。公司将紧密跟踪市场变化，积极

应对、审慎决策，为股东创造长期价值。 

附件清单 无 

日期 2026年 3月 26日 

 


